(一).架構示意圖：碳纖複材加法貼合成型xyz移載貼合平台
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(二).採購內容
1. 平台模組所包含之機械零件加工製作。
2. 平台之模組之精密標準單軸滑台製作。
3. 平台之模組之標準五金零件(例:彈簧,軸承)採購。
4. X軸Y軸行程600mm，Z軸行程250mm。
5. 貼合底板面積650mmx650mm，可吸真空，500mmx500mm範圍內鑽400個1mm圓孔，吸真空範圍分兩區，500mmx500mm與300mmx300mm。
6. X軸型號JDB-180-P10-S600-1CSF-M40，Y軸型號JDB-240-P10-S600-1CSF-M75、JDB-180-S600，Z軸型號JDR-65-P5-S250-1CSJ-4，潤達精密公司，數量各1。
7. 三菱馬達HG-KR43K、HG-KR73K、HG-KR23K各1，三菱馬達驅動器MR-40B、MR-70B、MR-70B，數量各1。
8. 複材貼合平台與貼合頭移動控制模組與人機控制介面：包含配合3~5人天進行整合測試，控制組件有凌華PCI-8254軸卡，數量2，研華PCI-1203軸卡，數量1，YASKAWA，SGDV-R90AE1A，數量2
9. 貼合收放捲模組：適用25mm幅寬碳纖UD，收放捲速度≦300mm/s
10. 控制箱、配電盤與貼合平台配線、拉線、整線，交機後，需於配合進行機台側佈線、配線及機動配合進行後續相關配線修改。
11. 配電盤與控制箱組件：
     (A)電力三相AC220V，電流30A(含配盤相關電料線材、如無熔絲開關、繼電器、變壓器、端子板)。
     (B)三菱馬達，HG-KR13B、HG-KR23B、HG-KR43、HG-KR73數量各1。
     (C)三菱馬達驅動器，MR-10B、MR-20B、MR-40B、MR-70B數量各1。
     (D)煜昕荷重元類比放大器，JS100，數量1。
     (E)米輪顯示器，0.1mm解析度米輪表頭顯示器，RS485通訊介面。
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